SABIC®

HDPE FO0952

Malzeme Ailesi: Yuksek Molekul Agirhkh YYPE (HMW-HDPE) Kopolimeri

Yuksek Film Mukavemeti,
Mukemmel Ekstruzyon
Performansi.

" SisirmeFilm ) ( Antioksidan Katkili ) ( ince Kagit Alternatif



Polymer Profile

Yogunluk MFI1 (190°C/21.6kg) MFI (190°C/2.16kg)

952 kg/m?3 9 dg/min 0005 dg/min

Kritik Performans Degerleri (15 um film ve BUR = 4 baz alinmistir)

Dart Darbe Dayanimi E Elastikiyet Modiill (TD / MD)
180 g (F50) 1500 / 1250 MPa (Yuksek Sertlik)

A Kopma Uzamasi (TD / MD) @T Vicat Yumusama Sicakligi
—~ %550/ %400 125 °C
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En Uygun Uygulama Alanlari

&

Market ve Alisveris
Posetleri

Yuksek tasima kapasitesi ve
yirtilma direncine sahip
saglam yapi.

Ince Kagit Alternatifleri

Geleneksel ince kagidin
yerini alacak rijit ve dayanikl
polimer profili.

Cok Katl Torba
Astarlari

gereksinimlerini eksiksiz
Karsilar.

Ustiin Baski Tutma
Yuzeyi kolay islenir; yuksek kaliteli ve

cozunurluklu grafiklerin basiimasina tam
uygundur.

Endustriyel kalitede ince film
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Ne Zaman Secilir?

Ince Kalinliklarda Yiiksek Mukavemet istendiginde

Ince filmlerde (6rnegin 15 pm) yiiksek rijitlik ve yirtilma/darbe
direnci (180g Dart Impact) arandiginda.

Gorsel Kalite ve Baski On Planda Oldugunda

Yuzeyi islemeye uygun ve yuksek ¢ozunurluklu grafik
baskilarina olanak taniyan bir ambalaj uretileceginde.

Kararli ve Sorunsuz Uretim Hedeflendiginde

Genis molekuler dagihmi sayesinde standart HMW-HDPE
hatlarinda kusursuz ekstriizyon performansi beklendiginde.
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Ne Zaman Seciimez?

Sisirme Film Disi Prosesler Kullanilacaksa

Erime Akis Indeksi (MFI 2.16kg) 0.05 gibi ¢ok diistik bir seviyede
oldugundan, enjeksiyon gibi yuksek akigkanlik gerektiren
proseslere uygun degildir.

Geleneksel HMW-HDPE Ekipmani Bulunmuyorsa

Uretim hattiniz, yiiksek molekdil agirlikli polietilenin gerektirdigi
standart erime sicakliklarini (200-235°C) saglayamiyorsa.

Uzun Sureli ve Korumasiz Stoklama Yapilacaksa

Uriin 6 aydan daha uzun siire, 50°C’nin lizerinde veya direkt
gunes i1si1g1 altinda bekletilecekse (kalite bozulmasi yasanir).
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Proses ve Dikkat Notlari

O

Erime Sicakhigi: Ideal aralik 200°C - 235°C'dir. Standart HMW-
HDPE ekipmanlarinda yuksek ekstruzyon kararlligi sunar.

Maksimum ortam sicakligi: 50°C. Gunes i1sigindan ve isidan
uzak, kuru/tozsuz ortamda saklayin.

A Renk degisimi, kotl koku ve performans kaybini 6nlemek icin teslimattan
sonraki 6 ay iginde islenmelidir.

Dusuk spesifik enerji tuketimi ile ekolojik alternatiftir. Saf
yapistyla termal geri kazanim icin sorunsuz bir yakittir.
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Karar Ozeti

SABIC® HDPE FO0952; ince ambalajlarda yuksek
yuksek mekanik dayanim, kusursuz ekstruzyon
verimliligi ve mukemmel baski kalitesi arayan
ureticiler icin ideal, ekolojik ve guvenilir bir
HMW-HDPE kopolimeridir.

Daha Ince Film, Daha Yiiksek Mukavemet, Sorunsuz Baski.

' MSDS ve Gida Uyumluluk Belgeleri iin Satis Ekibimizle Goriisiin >
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